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LSIパッケージ上の電源系コモンモードノイズ低減における
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Reduction of Common-mode Noise in Power Supply System in LSI Package 
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1 まえがき

LSI電源系に生じるコモンモード電流は，プリント回

路基板（PCB）や電源ケーブルを流れることで不要な電

磁放射を引き起こす．本報告では，パッケージと PCB

の聞に設けた導体の接続状態がコモンモード電流低減に

与える影響について述べる．

2 非接地導体を用いたコモンモードノイズ低減

我々の研究グループでは，図1のようにパッケージを

非接地導体（カバーメタノレ）で覆うことによりコモンモー

ド電圧を低減する手法を提案した［1］.図1において容量
Cv,Ccは，パッケージの電源およびグラウンドと，こ

のカパーメタルとの聞に発生する．この構造は図2のよ

うに書き換えられ，パッケージ上の電源系配線はブリッ

ジ回路で表せる．ただし， PCB上のバイパスキャパシタ

のインピーダンスが低く， PCBやケーブルを束ねられ

たl本のコモンモード伝送線路とみなしている．コモン

モード電流leが小さいとすると， A点の電位陀Mは，
LcCc-LvCv 

M=  Vjコ（1)
(Le+ Lv）（の＋Cc)

と表される．したがって，この電圧がOとなる条件は

Lv/Lc = Cc/Cv (2) 

となり，このときコモンモード電流leは励辰されない．

一方，図3のように導体をパッケージまたはPCBのグ

ラウンドに接続した場合には，パッケージを覆うシーノレ

ドとして働くと考えられる．パッケージ上に低インピー

ダンスの経路ができることにより， PCBおよびケーブ

ルに高周波電流が流れこむことを防ぐ．

図3 シールドした場合

3 実験結果と考察

導体を（1）非接地にしてカバーメタルとして用いた場

合，（2)PCBのグラウンドに接続した場合それぞれにつ
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いてコモンモード電圧の測定を行った．

今回試作したパッケージ及びPCBは共に2層基板で

ある．パッケージ第1層は電源・グラウンドブレーンで，

その面積はほぼ等しい．第2層はベタ導体で，これが
上述の導体にあたる．また，この導体とパッケージ上の

電源およびグラウンドはチップ容量を介して接続でき，

今回の検討では共に 100pFを実装した．寄生容量も考

慮すると，導体をカバーメタルとして用いた場合には

Cc/Cv ':::'. lとなると考えられる.PCB第1層は電源・

グラウンドブレーン，第2層は非接地のベタ導体である．
ノイズ源には動作周波数20MHzのクロックジェネレー

タ（FoxElectronicsネ土， FXO・HC536R司20）を用いた．

ノf／＇ケージ第 1層の電源・グラウンド配線に実装する

インダクタ Lev,Leeの値を変化させてコモンモード電

圧を測定した．導体を（1）非接地にした場合と，（2)PCB

のグラウンドに接続した場合の測定結果を図4に示す．

ただし， Lv,LeはLev,Leeに加えて配線の寄生イ

ンダクタンスを考慮した値である．非接地の場合には，

各周波数に関してコモンモード電圧が最小となる Lの
比（以下バランス点）が存在し，その値はおよそ0.71と

なった．低減効果は20dB程度であった．接地した場合

は，非接地の場合に比べて約10dB程度コモンモード電

圧が低下している．バランス点が現れる周波数も存在す

るが， Lv/Lcの値は各周波数で一致していない．また，

120 MHzの場合にはバランス点が現れていない．
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